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半導体デバイスの製造において、パーティクル除去など二流体スプレーを用いた洗浄が行われ

ている。二流体スプレーは、圧縮ガスと純水をスプレーノズル内で混合し噴射する方法で、噴射

した飛行液滴は正極性を示すことが分かっている [1] 。一方、二流体スプレーで純水をウェハに

噴射した場合、ウェハ表面の電位は負極性に帯電が報告されている[2,3]。このウェハ帯電により

発生する ESD が問題となっている。原因は噴霧される液滴の帯電、液滴とウェハの摩擦帯電など

が考えられている。そこで我々は二流体スプレー時の飛行液滴の電荷特性と SiO2ウェハの表面電

位の関係を明らかにするための実験を行った。 

ウェハの回転数 500 rpm、洗浄時間 60 秒、二流体スプレーの純水流量 100 mL/min、空気流量 80 

NL/min の噴射条件で、ウェハへ純水を噴射したときのウェハの表面電位を図 1に示す。純水の比

抵抗値は 17.5MΩ・cm以上である。ウェハの表面電位は中心とその付近で負極性を示し、最大－

110V であった。一方、同条件で二流体スプレーから噴射される純水の飛行液滴は正極性を示し

50nA 流れることがわかっている[1]。この現象を確認するため、同様の SiO2ウェハ上部で－10ｋV

から 10ｋV の電圧を印加し、表面電位を測定した。その結果、ウェハは印加した電圧の極性と同

じ極性を示し帯電した。純水を噴霧した場合と高電圧を印加した場合でウェハの極性が異なるた

め、SiO2ウェハの表面の電位は、飛行液滴の極性ではなく、飛行液滴が SiO2ウェハ表面に衝突し

た際の摩擦帯電ではないかと考えている。 
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Figure 1 Wafer surface potential after two-fluid spraying 
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